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GRADIENTE DE FUNGAO OBTIDO EM PASTILHAS W-Cu
SINTERIZADAS EM PLASMA
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RESUMO

O sistema W-Cu é muito utilizado em aplicagbes mecanicas e elétricas onde se faz necessario aliar
boas propriedades mecanicas com altas condutividades termo/elétricas e usinabilidade. Entretanto,
dificuldades no processamento de pecgas destes elementos, devido a imiscibilidade dos mesmos,
limitam o seu uso. Dentre as diferentes técnicas de processamento desses materiais, a sinterizacdo
por fase liquida € uma das mais promissoras. Devido a grande dependéncia do mecanismo de
sinterizag@o por fase liquida com a taxa de aquecimento foi proposto, neste trabalho, a sinterizagao
usando o plasma como fonte energética. Assim, amostras em forma cilindrica (didmetro = 10 mm e
altura =4 mm) obtidas de uma compactagdo de p6s de cobre (¢ =0,28 um) e tungsténio
(¢ =0,72 um), a uma presséo de 240 MPa, foram sinterizadas em taxas de aquecimento de 17°C/min,
54°C/min e 180°C/min, de temperatura abiente até 700°C. As amostras sinterizadas foram
caracterizadas quanto a porosidade, dispersdo das particulas de tungsténio, densificagéo,
homogeneidade, composi¢gdo e microdureza. Verificou-se que amostras sinterizadas em taxas de
aquecimento baixa apresentaram maior homogeneidade. De um modo geral, as bordas das amostras
tinham microestruturas, dureza e composigdo diferente do interior, criando assim um gradiente de
fungdo. Para altas taxas de aquecimento, verificou-se que as amostras possuiam, internamente
regides nao sinterizadas.
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INTRODUGAO

As atrativas propriedades térmicas e elétricas das ligas de W-Cu tém conduzido a um
crescente interesse deste material em aplicagdes como substrato para semicondutor, materiais para
dissipador de calor, resisténcia de eletrodos de soda entre outras ). Convencionalmente, esse
material & produzido por infitragdo do cobre liquido nos poros de um esqueleto de W pré-
sinterizados. Todavia, o processo de infiltragdo apresenta limitagdes na obtengédo dos dispositivos
usados para estas aplicagbes, de modo que, ha restrigio na geometria das pegas a serem infiltradas
(forma simples) e necessidade de etapas de po6s-processamento, além da limitagdo do conteudo de
Cu e da frequente presenga de heterogeneidade e porosidade nos corpos infiltrados, o que impede a
aplicagao dessa técnica para obtengao desses dispositivos @4,

A técnica de sinterizagdo com fase liquida de um compacto de W e Cu apresenta-se como
alternativa para obtengao desses materiais, visto que essa técnica nos permite 0 processamento a
temperaturas mais baixas e com formas proximas as formas finais de uso ©7. Entretanto, essa
técnica enfrenta dificuldades na obtencdo de uma estrutura densa e homogénea por causa da mutua
insolubilidade dos seus componentes e da baixa molhabilidade do W pelo Cu liquido. Esse empecilho
tem sido atenuado através da preparagédo do p6 de W-Cu em moinho de alta energia. O método de
processamento do pé de W-Cu através da moagem de alta energia permite a sintese de pos
compositos ultrafinos, o que conduz a pdés homogéneos e com os componentes bem misturados. Isto
proporciona o aumento da sinterabilidade do sistema W-Cu ®2,
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